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0.1-1 mol/m3のフッ化水素（HF）を含む溶融 FLiNaK (LiF-NaF-KF=46.5:11.5:42.0) 塩中へ，純鉄を浸漬し，

電流－電位曲線を得た。曲線の解析により，腐食の律速過程は，純鉄表面近傍における FLiNaK 境界層中の

HF の拡散と推定した。 
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1. 緒言 

フッ化水素(HF)による構造材料の腐食は，溶融塩ブランケ

ットの寿命決定要因とされ，この環境を模擬した腐食試験が

行われてきた[1-5]。ところが，その HF 濃度依存性について

は未だ明らかでなかった。そこで本研究では，溶融塩表面の

HF ガス分圧を変えることで溶融塩中の HF 濃度を制御し，

ブランケット環境での構造材料の腐食機構推定を試みた。 

2. 実験 

著者らがこれまでに報告した 10 molHF/m3の条件に加え，

0.1-1 molHF/m3 を含む 500℃の溶融 FLiNaK (LiF-NaF-KF 

=46.5:11.5:42.0)塩中に，低放射化フェライト鋼の基材を模

擬する純鉄を浸漬し，電流－電位曲線を得た。 

3. 結果・考察 

腐食電位での電流密度は，HF 濃度に伴い増加し，腐食電

位から負方向には，電流値が一定かつ HF 濃度に正比例す

る領域が現れた(図 1)。限界電流を想定した Butler-Volmer式

[6]で，電流－電位曲線を回帰分析することにより，腐食電

流密度とカソード限界電流とを得た。これらはそれぞれ，

HF 濃度の 1/2 乗と 1 乗とに比例して増加することがわか

った(図 2)。これらの挙動は，拡散層厚さを一定とした場合のフィックの第一法則により説明でき，腐食の律

速過程が，純鉄表面近傍における FLiNaK 境界層中の HF の拡散であることを示唆する。 
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